Editorial Josef Faigle und Peter Ernst

GESTARKT AUS DER KRISE - DIE CHANCEN AUFGEGRIFFEN
QUALITY ANALYSIS IM WANDEL UND BEREIT FUR DIE ZUKUNFT

Zugegeben, es war und ist keine einfa-
che Zeit. Die unterschiedlichen Krisen
um uns herum sind auch an uns nicht
spurlos vorbeigegangen: Lockdowns, der
Abbau von Kapazitaten, die Versorgungs-
krise und die Energiekrise sind nur einige
der Herausforderungen. Zusatzlich sind
traditionelle Technologien und Markte
im Wandel. Der Weg zur E-Mobility zum
Beispiel erfordert auch bei uns eine im-
mer schnellere Anpassung der Analytik in
ihrer gesamten Bandbreite.

Um diese Herausforderungen zu meis-
tern, vertrauten wir auf unsere Starken:
Flexibilitat, Mut und die Tiefe und Vielfalt
unserer Kompetenz. So konnten wir recht-
zeitig auf den Wandel reagieren und uns
strategisch und zielstrebig diversifizieren.

guality analysis

Wir bauten die Bandbreite der Analytik in
allen Fachbereichen konsequent weiter
aus, ungeachtet der instabilen Markte.

So sind wir unserem Motto DIE BREITE.
DIE TIEFE.DIE DYNAMIK treu geblieben,
haben die Chancen, die in jeder Krise lie-
gen, fur uns genutzt und gehen gestarkt
und gefestigt aus ihr hervor. Als wirt-
schaftlich stabiler, professioneller und
kompetenter Dienstleister sind wir her-
vorragend positioniert und bereit fur die
Zukunft.

Der unternehmerische Mut und der Weit-
blick unseres Unternehmens bewahrten
sich hier einmal mehr. Wir freuen uns sehr,
Ihnen auf den nachsten Seiten zu zeigen,
was sich alles bei der QA verandert hat:

NEUE WEICHEN FUR DIE ZUKUNFT

QUALITY ANALYSIS BEKOMMT PLATZ FUR WEITERES WACHSTUM

qaKUNDENZEITUNG - AUSGABE 22Q4

wie wir uns mit 6 High-Tech-Fachbereichen
noch weiter spezialisierten und welche
neuen Technologien wir erfolgreich im-
plementierten.

Was trieb uns an? Zum einen der Wunsch
nach Wachstum und einer sicheren Zu-
kunft im traditionellen Geschaftsbereich.
Dazu kam die groRRe Begeisterung fur
neue Analysetechnologien, mit denen wir
unser Analyseangebot erweitern und er-
ganzen konnen. Sie werden auf den fol-
genden Seiten sehen, welch groRartige
Maoglichkeiten und neue Ergebnistiefen
sich dadurch auch fur Ihre Analysen bieten.

Viel Spal3 beim Blattern beziehungsweise
Scrollen durch diese neue Ausgabe unse-
res ,Durchblick“-Magazins!

Wir freuen uns darauf, die neuen Heraus-

forderungen der Zukunft gemeinsam mit
Ihnen und lhren Unternehmen zu meis-
tern. Zégern Sie bitte nicht und sprechen
Sie uns gerne zu allen Bereichen und
Themen an. Unsere hochmotivierten Mit-
arbeiter*innen freuen sich auf Ihre Anfra-
gen und den Austausch mit lhnen.

Herzlichst,

JOSEF FAIGLE UND PETER ERNST
Geschaftsfuhrer

Wachstum an sich ist fur uns ein vertrauter Vorgang. Neu ist die Geschwindigkeit, in
der Wachstum kinftig stattfinden wird. Das lineare Wachstum von gestern wird ersetzt
durch ein exponentielles Wachstum, bedingt durch sich immer schneller entwickelnde
neue Technologien und deren Applikationen. Neue Organisationsformen und Struk-
turen, ein veranderter Platzbedarf und die passende Logistik sind Faktoren, die fur
dieses Wachstum entscheidend sein werden.

Deshalb gehen wir folgerichtig den nachsten Schritt und realisieren unseren geplanten
Erweiterungsbau am Standort GroBer Forst 1 in NUrtingen mit insgesamt mehr als
1.500 m? Zubau. Die Bauarbeiten sind bereits in vollem Gange und bald stehen uns

neue High-Tech-Labore mit mehr als 1.500 m2 fir die Technische Sauberkeit, Mate-
rialographie und Chemische Analytik zur Verfligung. Zusatzlich schaffen wir mehr als
1.000 m?2 zusatzliche Logistikflachen mit neuen Lagersystemen. So stellen wir nicht nur
weiterhin unsere hocheffizienten inneren Ablaufe sicher. Wir stellen gleichzeitig die
Weichen fur die Zukunft, fir neue Technologien und Herausforderungen.

Fir Sie, unsere Kunden und Partner bedeutet das: Sie erhalten bei uns auch
kinftig hochperformante Dienstleistungen und absolut exzellente Qualitat in jeder
Hinsicht bei Quality Analysis, lhrem akkreditierten Dienstleistungszentrum fir
Qualitatssicherung.




anorganische Proben.

CHEMISCHE ANALYTIK: UNSERE ANALYSEMOGLICHKEITEN

* Raman- & FT-IR-Spektroskopie

Kunststoffe, Fasern und kleinste Partikel identifizieren wir schnell und zuverlassig
mittels ihrem ,molekularen Fingerabdruck”. Sichtbar machen wir diesen mit der
RAMAN- und der FT-IR-Spektroskopie, die beide ein Spektrum liefern, das fur die
spezifischen Schwingungen eines MolekUls charakteristisch ist.

* Thermogravimetrische Analyse (TGA)

Wie setzen sich Werkstoffe zusammen? Wie hoch sind Polymer- und
Weichmacheranteile oder Fillstoffgehalte in Bezug zur Restmasse? Dies finden
wir mit einer thermogravimetrischen Analyse heraus. Genauer identifizieren und
quantifizieren wir austretende Zersetzungsprodukte und flichtige Bestandteile,
indem wir die TGA mit der FT-IR-Spektroskopie und GC-MS koppeln.

* Dynamische Differenz-Kalorimetrie (DSC)
KennenSiedie exakten Kennwerte derthermischenEigenschaften lhresWerkstoffs,
wie die GasUbergangstemperatur, den Schmelzpunkt, den Kristallinitatsgrad, die
spezifische Warmekapazitat und Enthalpien? Wir ermitteln diese fur Sie mithilfe
der dynamischen Differenzkalorimetrie (DSC).

* Gaschromatographie mit Massenspektrometer (GC-MS) und
Flammenionisationsdetektor (FID)

Komplexe organische Stoffgemische trennen wir in einzelne Komponenten

mithilfe der Gaschromatographie, gekoppelt mit einem Massenspektrometer

und einem Flammenionisationsdetektor (FID). AnschlieRend kénnen wir diese

identifizieren und quantitativ bestimmten.

* Karl-Fischer-Titration (KFT)

Wie hoch ist der exakte Wassergehalt in lhrer Analyseprobe? Die Karl-Fischer-
Titration liefert uns die Antwort - und zwar besonders schnell und unabhangig
von der Art der Probe oder anderen flichtigen Bestandteilen darin.

* Rasterelektronenmikroskopie mit EDX-Analyse
Chemische Elementzusammensetzungen charakterisieren wir mit der energie-
dispersiven Rontgenspektroskopie (EDX). Damit kénnen wir zudem anorganische
Materialien und Ruckstande quantitativ analysieren.

CHEMISCHE ANALYTIK

CHEMISCHE ANALYTIK: SICHERHEIT BIS INS KLEINSTE MOLEKUL
Wir begleiten lhren gesamten Produktions- und Entwicklungsprozess und analysieren organische und

In unserem Labor fiir chemische Analysen qualifizieren und quantifizieren wir fur Sie chemische Substanzen. Dazu
verwenden wir verschiedene Analysemethoden der nass-chemischen und der instrumentellen Analytik. Wir untersuchen
Kunststoffe und deren Additive, chemisch-filmische Riuickstande, leicht flichtige Stoffe (VOCs) und Wasserproben.
Die Ergebnisse sind wertvoll fur lhre Produktentwicklung, die Qualitatsiberwachung und die Qualitatskontrolle von
Produkten und Rohstoffen. Unsere Analysen liefern dartber hinaus wichtige Daten, wenn Sie Prozesse validieren
und optimieren oder falls Sie Ruckstande und Verunreinigungen auf Bauteiloberflachen identifizieren mdchten.

+ UNSERE NEUHEIT +

* Gaschromatographie mit Headspace

Weichmacherverflichtigungen aus Kunststoffen oder Ausgasungen organischer
Losungsmittel in Batterierlckstanden im Rahmen des Batterie-Recyclings untersuchen
wir mit der Dampfraumanalyse (Headspace). Wir bestimmen diese fluchtigen
Verbindungen qualitativ und quantitativ und ermitteln den VOC-Gehalt.

* lonenchromatographie (IC): Anionen- und Kationenanalytik

Stoffgemische identifizieren und quantifizieren wir, indem wir sie anhand ihrer Ladungen
trennen. Dazu nutzen wir die lonenchromatographie, um Anionen, Kationen und polare
Substanzen zu bestimmen. Wir verfligen Uber drei verschiedene Chromatographie-
Systeme, jeweils speziell fur die Bestimmung von Anionen, Aluminium sowie Kationen,
Schwermetalle und Ubergangsmetalle.

s

ANWENDUNGSBEREICHE DER CHEMISCHEN ANALYTIK

Quality Analysis bietet Ihnen ein besonders umfangreiches Spektrum an Analysemethoden. Organische und anorganische Substanzen analysieren wir unter Verwendung verschiedener
Analyseverfahren und -systeme in den Bereichen der Mikroskopie, der Spektroskopie, der Chromatographie, der thermischen Analysen und der nass-chemischen Analytik.

FILMISCHE VERUNREINIGUNG

Filmische Verunreinigungen konnen erhebliche Schaden verursachen. Oft stammen
sie von Fertigungsriickstinden wie Olen, Fetten, Korrosionsschutzmittel oder
Kahlschmierstoffen. Solche Ruckstande beeintrachtigen zum Beispiel die Haftkraft von
Beklebungen oder die Benetzbarkeit von Werkstoffen. Mit verschiedenen Priifverfahren
untersuchen wir organische und ionische Verbindungen. Unser Spektrum reicht dabei
von der einfachen Ermittlung der Oberflachenspannung durch Testtinte und der
gravimetrischen Bestimmung einer Verunreinigung mithilfe der Spektroskopie bis hin
zur komplexen Gas-Chromatographie und der lonenchromatographie.
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BATTERIEZELLENANALYTIK UND
SECOND-LIFE-ANALYTIK (RECYCLING)

Lithium-lonen-Batterien sind nach ihrer Nutzungsdauer kein
“ Sondermdll, sondern eine wertvolle Rohstoffquelle fir die Produktion
neuer Batterien. Dazu haben wir bei Quality Analysis in leistungsstarke

w Analysesysteme investiert, um Hersteller und Recyclingunternehmen in

der Second-Life-Analytik zu unterstiitzen.

Wir verfugen Uber eine Siebanlage zur Trennung der Fraktionen nach PartikelgréRen-
klassen, eine Schwingmuhle fir die Trocken-, Nass- und Kryogenvermahlung von an-
organischen Fraktionen sowie ein Mikrowellenaufschlusssystem fir Probenvorbereitung
und Analyse einzelner Fraktionen und der Schwarzmasse auf ihre Bestandteile. Mit unseren
Analysesystemen kénnen wir u.a. den Wertstoffgehalt, wie z.B. Lithium, Kobalt, Nickel und
Mangan, Kupfer, Aluminium oder Grafit bestimmen, sowie den VOC- und Trockengehalt.

KUNSTSTOFFANALYTIK

Fur die Kunststofftechnik untersuchen wir das thermische Zersetzungsverhalten,
die stoffliche Zusammensetzung und den Wassergehalt von Kunststoffproben. Wir
bestimmen und quantifizieren Polymerarten, Abbauprodukte und Restmonomere,
Additive und Fullstoffe. Dartiber hinaus untersuchen wir die kalorischen Eigenschaften
und kdnnen so Informationen zum Werkstoff und zur thermischen Vorgeschichte einer
Kunststoffprobe liefern. Wir bestimmen dabei nicht nur die Polymerart, sondern auch
charakteristische Temperaturen wie das Schmelz- und Kristallisationsverhalten.

Fur die Untersuchung kombinieren wir verschiedene Analyseverfahren, etwa die RAMAN-
und FT-IR-Spektroskopie, die Thermogravimetrie (TGA), die Karl-Fischer-Titration (KFT),
die Dynamische Differenzkalorimetrie (DSC) und mehr.

WASSERANALYTIK

Wassergemischte Kuhlschmierstoffe (KSS), Kihlwasser, Prozesswasser und Reinigungs-
bader untersuchen wir auf verschiedene Eigenschaften hin. Dazu gehéren pH-Wert, Leit-
fahigkeit, Wasserharte, Tribung, BSD, CSB und TOC.

Dartber hinaus quantifizieren wir mithilfe der Wasseranalytik organische und
anorganische Substanzen, etwa Nitrite, Nitrate, Sulfate, Ammoniak, Eisen, Mangan,
Chloride, Calcium, Magnesium, Fluoride, anionische Tenside und weitere Stoffe. Weiter
fUhren wir auch photometrische Farbmessungen nach DIN EN ISO 7887 durch, etwa im
Hinblick auf Farbzahl, Hazen, Jod, Gardner oder Yellowness.




WAS KONNEN WIR FUR SIE MESSEN?
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INDUSTRIELLE COMPUTERTOMOGRAPHIE
DER ZERSTORUNGSFREIE BLICK NACH INNEN

Sie mochten wissen, wie es um das Innenleben Ihres Bauteils bestellt ist? Sie benétigen Informationen rund um
Strukturen, Defekte, Risse, Porositaten, Montagezustande oder Wandstarken - aber das Bauteil soll nicht zerstért
werden? Die Industrielle Computertomographie ist die passende Analysetechnik flr Sie! Sie misst sogar dort, wo
optische und taktile Messgerate an ihre Grenzen stof3en.

Die Industrielle Computertomographie bietet ein breites Spektrum an Méglichkeiten. So kénnen wir fur Sie Regelgeometrien und Freiformflachen messen. Soll-ist-Vergleiche und
Wandstarkenanalysen kdnnen wir mit Hilfe eines Geometrievergleichs vornehmen. Abweichungen der Mal3e stellen wir dabei mit einer farbcodierten 3D-Visualisierung dar. Weiter
Ubernehmen wir Defektanalysen, Porositats- und Einschlussanalysen, Montagekontrollen, Faserverbundwerkstoffanalysen, Schaumstrukturanalysen und vieles mehr.

2D-RONTGENBLICK

Fehlererkennung in Echtzeit: Die automatische
Rontgeninspektion (AXI) liefert hochauflésende
Rontgenbilder mit einer Auflésung bis zu 3,5 um.

Sie ist eine schnelle, wirtschaftliche und zersto-
rungsfreie Losung fur die Serienprufung fur Auf-
bau- und Verbindungstechnik, Leiterplatten sowie
Baugruppen mit BGA-ICs, u.v.m.

3D-COMPUTERTOMOGRAPHIE
Die 3D-CT liefert hochauflésende Ergebnisse mit
einer Aufldsung bis zu 7 pm.

Wir setzen sie fur zahlreiche volumenbasierte Analysen
ein und Gbernehmen fir Sie zum Beispiel Defekt-
analysen, Porositatsanalysen, Montagekontrollen,
Soll-ist-Vergleiche oder die Messung komplexer
Innengeometrien.

3D-NANO-CT

Feinste Details in 3D: Die Nano-Computertomographie
erlaubt uns Details mit einer Aufldsung bis in den
0,2-um-Bereich.

Wie in den anderen Bereichen verfliigen wir auch
hier Uber eine mobile ESD-Schutzzone fiir sensible
Bauteile.

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

Unser vielseitiger Anlagenpark deckt mit 2D-Réntgen-
geraten und 3D-Computertompgraphen Leistungs-
klassen bis 450 kV ab. Durch unsere vielseitige mess-
technische Ausstattung koénnen wir Bauteile aller
Grofllen untersuchen, dazu Mono- und Mixmaterialien
von geringen bis hin zu hohen Dichten, zum Beispiel
Kunst- und Faserverbundstoffe, Elastomere sowie
diverse Metalle. Unsere schnellen Analysen und an-
schaulichen Auswertungen erstellen wir mit Aus-
wertungssoftware von VGStudio MAX, GOM Inspect
Professional und ZEISS Calypso.

-
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NEUHEITEN

STRESSTEST UND ANALYTIK

ZERSTORUNGSFREIE PRUFUNG ELEKTRONISCHER
BAUGRUPPEN UND LEITERPLATTEN

Unter Laborbedingungen gute Werte liefern ist nur die halbe Miete. Doch wie
sieht es unter extremen Bedingungen aus? Gerade dann mussen Bauteile das
aushalten, fur das sie gemacht wurden. Daher unterziehen wir lhre Bauteile ab
sofort auf Wunsch auch einer Stresssimulation, um so Materialveranderungen
zu entdecken und das Bauteilverhalten zu analysieren.

* Thermischer Stress: Temperaturschock, Klimawechsel, Temperaturwechsel
« Umweltsimulation und Stress unter definierten Umgebungsbedingungen

« Korrosionswechseltest

* Salzsprihnebeltest

Durch die gezielte Stresssimulation erkennen wir in der anschlieRenden
Analyse Formveranderungen oder Fehlerbilder an den Bauteilen - zum
Beispiel Risse, Briiche, Einschlisse oder Montagezustande. Fur die Analyse
stehen uns eine groBe Bandbreite an zerstérungsfreien und zerstérenden
Methoden zur Verfigung. So gewinnen Sie tiefere Einsichten, detailreiche
Ergebnisse und ein umfassendes Verstandnis Uber Schadigungsverlaufe und
das Schadigungsverhalten |hres Bauteils. Dies gilt fur Elektronikkomponenten
wie Leiterplatten, aber auch fur Kunststoff- oder Keramikbauteile.

AUTOMATISCHE RONTGENINSPEKTION (AXI)

Die automatische Réntgeninspektion (AXI) ist ideal fur die wirtschaftliche
und zerstorungsfreie Serienprifung von hochwertiger Aufbau- und
Verbindungstechnik. Dazu gehdren zum Beispiel Leiterplatten und dunnflachige
Baugruppen mit BGA-ICs.

Die Auflésung erreicht eine Genauigkeit von bis zu 3,5 pm und ist die
Voraussetzung fur eine zielsichere Fehlererkennung. Durch die Roéntgen-
Schragdurchstrahlungen lokalisieren wir verborgene Defekte und Fehlstellen im
Leiterplatten-Innenlagenbereich auch an komplett bestlickten Baugruppen und
werten sie messtechnisch aus. Mit einer automatischen Bildauswertung kénnen
Baugruppen live kontrolliert und iO-/NiO-Bauteile sortiert werden.

Hochaufldsende bildgebende Verfahren wie die automatische Réntgeninspektion
(AXI) sind unverzichtbar fur ein zuverlassige Qualitatskontrolle und eine
Schadensanalyse in Echtzeit.

Wir analysieren |hre Bauteille zerstorungsfrei und zerstdrend gemalR den
Abnahmekriterien fur elektronische Baugruppen (IPC-A-600) und Leiterplatten
(IPC-A-610) mit Auflésungen im Mikro- und Nanobereich. Dazu setzen wir
bei der zerstérungsfreien Prufung auf die 2D-Rontgenanalyse und die
3D-Réntgenmikroskopie. Die Analyse der Lotstellen gibt Aufschluss Gber den
Abstand der Lotkugeln, den Lotanstieg oder die Lotspaltdicke.

ZurAnalysevonBe-undEntnetzungsfehlernsetzenwirdieSchragdurchstrahlung
ein. Dartber hinaus untersuchen wir Létstellenanomalien wie Uberschusslot,
Nadellocher, Risse, Poren und Lunker, Bruckenbildung oder Briche in der
Lotverbindung. Weiter bestimmen wir den Porenanteil (Voids) in Létstellen
oder Leitkleberschichten. Fur die tiefergehende Analytik kombinieren wir die
zerstorungsfreie Analyse mit der zerstérenden Materialographie fir noch
bessere und aussagekraftigere Ergebnisse.

KORRELATIVE ANALYTIK FUR UMFASSENDE ERGEBNISSE

Dank unserer groBen Analysebandbreite kénnen wir unterschiedliche
Analysemethoden kombinieren. Sie erhalten dadurch weitaus detaillierte und
umfassende Ergebnisse. Bei Batteriezellen zum Beispiel inspizieren wir zuerst
zerstorungsfrei die Fehlstellen mit Hilfe der 2D-Réntgeninspektion und der
3D-Computertomographie. Ohne Zerlegung der Batteriezellen kénnen wir die
»Region of Interest” festlegen.

Dann erst folgt die zerstérende Analyse mithilfe der Materialographie. Wir
untersuchen den Aufbaus von Batteriezellen und deren Strukturen, analysieren
Materialzusammensetzungen und Oberflachencharakteristika oder visualisieren
Schaden, wie z.B. Anomalien, Risse in der Elektrodenbeschichtung, Partikelbriiche
oder Hohlrdume. Mit Hilfe der chemischen Analytik kdnnen wir organische
Bestandteile und Ruckstande quantifizieren und qualifizieren.
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und digitalisiert sie.

Die Vorteile der taktilen Messtechnik

Ein Vorteil der taktilen Messung ist die sehr hohe Absolutgenauigkeit. Diese bringen bei
optischen Messverfahren aktuell nur Systeme der neuesten Generation mit. Optische
Systeme sind auBerdem nicht ideal bei komplexen Geometrien mit Hinterschneidungen,
transparenten oder transluzenten Bauteilen aus Glas, Kunstharz oder sehr hellem

INDUSTRIELLE MESSTECHNIK

HAT DIE TAKTILE MESSTECHNIK AUSGEDIENT?

Ist die taktile Messtechnik Uberholt? Tatsachlich gibt es einzelne Stimmen, die der taktilen Messung den
Untergang in die Bedeutungslosigkeit vorhersagen. Wir sehen das anders.

Ja, definitiv dauert die taktile Messung langer als die optische. Die Messung einzelner Prifmerkmale ist aufwandig und
kostet Zeit. Doch ,aussterben” wird die taktile Messung deshalb noch lange nicht, denn es wird auch kinftig immer
wieder Projekte und Aufgaben geben, die sich nur mit taktiler Messtechnik |6sen lassen und hochste Genauigkeiten
fordern, wie z.B. die Messung von Zahnradern. Die taktilen 3D-Messsysteme erfassen relevante Messstellen mit einem
Taster. Aus den erfassten Punkten berechnet eine Software die geometrischen Werte und leitet die entsprechenden
Ist-Werte fur die Prufparameter ab. Im Gegensatz dazu erfasst das optische 3D-Messystem die komplette Oberflache

Kombination ist Trumpf: Optische und taktile Messtechnik

Deshalb wird QA auch weiterhin hochprazise taktile Messdienstleistungen anbieten.
Da uns alle entscheidenden Analysemethoden in unseren Laboren zur Verfluigung stehen,
kénnen wir bei Bedarf auch die optische und die taktile Messtechnik kombinieren und so
die Vorteiler beider Analysen nutzen.

Kunststoff. Die optische Messung stof3t hier an ihre Grenzen.

UBERSICHT: INDUSTRIELLE MESSTECHNIK

TAKTILE MESSTECHNIK

» Hochprazise Ergebnisse fir Prototypen, Erstmuster
und Serienbauteile

OPTISCHE MESSTECHNIK

* BerGhrungslos und schnelle 3D-Digitalisierung in
akkreditierten Messraumen oder direkt bei Ihnen
vor Ort

mechanik und

Medizintechnik

* Typischer Einsatz: stichprobenartige oder 100%-ige
Qualitatskontrollen im Fahrzeugbau, Werkzeug und
Maschinenbau, Elektronik, Kunststofftechnik, Fein-

+ Typischer Einsatz: Vollstandige Bauteilanalyse
und frihzeitige Trendanalyse fir die Prozess-
steuerung und Qualitatskontrolle von beliebig
grolRen Bauteile, Prototypen, Blechen, Spritz-
und Druckgussteile sowie Batteriewannen

* Messungen: Geometrische Mal3prifungen, Form-und
Lagetoleranzen, Zahnradmessungen, Flachen- und
Linienform, Oberflachen- und Konturmessungen,
Zeichnungsinterpretation und Messstrategieentwicklung
nach ISO GPS, Vorrichtungsbau

* Messungen: 3D-Digitalisierung von Aulengeo-
metrien, Soll-Ist-Vergleiche, Flachenrickfihrung,
Erstbemusterung, Virtual Clamping, dynamische
Bauteilanalyse

3D-COMPUTERTOMOGRAPHIE

* Der zerstorungsfreie Blick ins Innere fir komplexe
Innen- und Aul3engeometrien

* Typischer Einsatz: Zerstérungsfreie Prifung aller
auBen-undinnenliegende Strukturen fur die Qua-
litatskontrolle in der Automobilindustrie, Elektro-
nikfertigung oder in der Kunststoffindustrie

+ Messungen: Messtechnische Auswertungen von
Regelgeometrien und Freiformflachen, Soll-Ist-
Vergleiche sowie die Analyse von Wandstarken,
Poren, Lunkern und sonstigen Defekten

NEUHEITEN

AUSWERTUNG NACH ISO GPS

Die geometrische Produktspezifikation (GPS) biindelt alle Normen, die sich mit
den Anforderungen an die Geometrie von Werkstlicken befassen. Das GPS-
Normensystem legt Konzepte, Prinzipien und Regeln fest, beschreibt Modelle
fur die Spezifikation und Verifikation und definiert Operatoren. Insbesondere im
Hinblick auf die globalisierte Produktion sind unmissverstandliche technische
Zeichnungen bzw. CAD-Daten mit genau spezifizierten Anforderungen an die
Werkstucke eine Voraussetzung.

Wir unterstitzen unsere Kunden bei der Zeichnungsinterpretation und
Messstrategieentwicklung nach ISO GPS und helfen Ihnen dabei, Entwicklungs-,
Fertigungs- und Qualitatskosten sowie Entwicklungszeiten zu reduzieren.

BERATUNG, PROGRAMMIERUNG UND ENGINEERING

Die Kollegen sind krank, es ist Urlaub oder Sie haben mehr Auftrage als Mit-
arbeiter? Wir unterstutzen Sie bei Kapazitats- und Personalengpassen gerne.
Unsere Spezialisten flr Gerate von Zeiss und Mitutoyo arbeiten auf Wunsch
auch gerne bei lhnen vor Ort.

* Messprogramme erstellen, einfahren und optimieren (Zeiss, Mitutoyo)

¢ Offline-Programmierung

* Messtechnische Beratung: Lagetolerierung, Zeichnungsanalyse, mess-
technische Losungen

Daruber hinaus sind wir jederzeit fur Sie da und unterstitzen Sie bei Zeich-
nungsauslegungen, Toleranzen und ZeichnungsUberarbeitungen.

VALIDIERUNG UND CHECK FUR KOORDINATENMESSGERATE (KMG)

Mehr messen und mehr sehen fir bessere Ergebnisse: Die Genauigkeit unserer
Koordinatenmessgerate von ZEISS und Mitutoyo Uberprifen wir in regelmaRigen
Abstanden nach DIN EN ISO 10360 und VDI/VDE 261. Dabei werden die Gerate
schnell und stichprobenartig im laufenden Betrieb auf ihre messtechnische Genau-
igkeit hin gepruft. Uber diesen CMM Acceptance Check hinaus kiimmern wir uns
auch regelmaRig um die korrekte Kalibrierung und die Validierung unserer KMGs.

Diese Uberpriifung erfolgt mit einem 1540 mm langen StufenendmaR fiir die
Achsen X/Y/Z und mit einem universellen Prifkérper (KMG Check). Die Basis des KMG
Check ist ein biegesteifer Grundkorper, auf dem hochprazise, kalibrierte MaRverkor-
perungen und Formnormale angebracht sind, wie z.B. Einstellringe, Keramikkugeln,

+ KALIBRIERDIENSTLEISTUNGEN UND KMG-CHECK FUR SIE +

Flicknormale sowie zwei Parallel-Endmalie. Bei diesem Test lassen sich unter anderem
das Antastverhalten und Scanning-Eigenschaften des Messkopfes prifen sowie Langen-
abweichungen oder Vierachsabweichungen fur unseren KMG mit Drehtisch erfassen.

Beide Normale sind metrologisch rickfihrbar und werden durch ein externes
akkreditiertes Pruflabor Uberwacht. Durch die regelmaliigen Zwischenprifungen
kénnen wir die Messmittelfahigkeit und Eignung unserer Systeme analog zur Akkre-
ditierung nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 jederzeit durchgehend gewahrleisten.

Die Kalibrierung und Prifung von Koordinatenmessgeraten bieten wir auch als Dienstleistung bei lhnen vor Ort an. Dabei fihren wir regelmaRig eine Zwischenprifung
Ihrer Koordinatenmessgerate durch. Unsere Experten sprechen gerne mit Ihnen Gber die Moglichkeiten: +49 (0) 7022 27960680




MEHR MOGLICHKEITEN

ALLES, WAS SIE IN DER INDUSTRIELLEN FERTIGUNG BRAUCHEN

Unsere hochgenauen 3D-Scanner der neuesten Generation aus dem Hause GOM kom-
men dann zum Einsatz, wenn eine ganzheitliche Bauteildigitalisierung von Baugruppen
verschiedenster GréRRe gewdnscht ist. Sie erstellen mittels eines optischen Sensors ein
dreidimensionales Abbild des Prufstlcks. Dadurch wird die gesamte Oberflache erfasst.
Durch die Flexibilitat der Messvolumen sind wir in der Lage, Kleinstbauteile von wenigen
Millimetern GréRe ebenso zu untersuchen wie bis zu 3 Meter groRRe Priifsticke. Die Auf-
|6sung betragt 0,035 mm fur Kleinstbauteile und 0,236 mm fur gréRBere Werkstucke.

Durch die Flexibilitat der Messvolumen kénnen wir zu jeder Zeit die passende Auflésung auf
Ihr Bauteil abstimmen. Das ist der wesentliche Unterschied zu Koordinatenmessverfahren,
bei denen das Prufstlck ,nur” an den vorher festgelegten Messpunkten erfasst wird. Damit
eigen sich 3D-Modelle hervorragend fur Soll-Ist-Vergleiche anhand von CAD-Daten.

OPTISCHE MESSTECHNIK

OPTISCHE MESSTECHNIK UND 3D-MESSUNG IN IHRER FERTIGUNG

VIRTUAL CLAMPING

Die Vorteile von Virtual Clamping

Mobile Qualitatskontrolle auch direkt vor Ort + Reduzierte Kosten durch virtuelle Simulation statt physischer Messvorrichtung.
Individuelle Messvorrichtungen und Mehrfachmessungen im gespannten und
ungespannten Zustand entfallen. Anderungen lassen sich leichter umsetzen,

Optimierungsschleifen sind deutlich reduziert.

Die Produktionsgeschwindigkeit wird kontinuierlich erhéht, gleichzeitig wird es immer wichtiger, Bauteile schnell und
exakt zu messen und zu validieren. Stellen Sie sich vor, die Messung kommt zu Ihnen, direkt in die Firma! Statt einer
langen Reise, die das Bauteil ins Labor unternimmt, passiert alles direkt in lhrem Fertigungsprozess. Das spart viel
Zeit und unsere optischen Messverfahren sind wie dafur gemacht.

Denn unsere Messsysteme von GOM sind mobil einsetzbar und unsere Experten kommen gerne zu lhnen und fihren
die Messung durch - ideal auch, wenn Sie Bauteile messen mochten, die nicht transportiert werden kénnen.

Wussten Sie Ubrigens, dass wir zertifizierter 3D-Messervice von GOM 2022 fiir den Bereich Automatisierung sind? Sie

* Schnellere, prazisere Messung, da durch die wegfallende Messvorrichtung die
gesamte Oberflache flr die Messung frei zuganglich ist. Das erlaubt es auch, kleine
Bauteile mit schwer zuganglichen Geometrien schnell und prazise zu vermessen.

sehen, Ihre Bauteile sind bei uns in allerbesten Handen, ob Vorort bei Ihnen oder in unserem akkreditierten Pruflabor.

DER MARKTVERANDERUNG IMMER EINEN SCHRITT VORAUS

Als zuverlassiger Partner fir unsere Kun-
den ist es fur uns entscheidend, Markt-
entwicklungen schon frihzeitig zu sehen
und darauf zu reagieren. So kénnen wir
unseren Kunden auch bei Herausforde-
rungen unterstitzen und fir den Wett-
bewerb starken. Im Bereich Optische
Messtechnik haben wir daher den beste-
henden Fachbereich komplett erweitert
und ausgebaut, sowohl im Hinblick auf
mehr Mitarbeiter als auch auf neueste
3D-Scanner von GOM und neue Analyse-
moglichkeiten.

Vollstandige 3D-Messung von
Bauteilen

Wir erfassen bei der optischen Digitalisie-
rung mit einer Auflésung von mehreren
Millionen Messpunkten ein detailgetreu-
es 3D-Modell der gesamten Oberflache
Ihres Bauteils - mit kurzen Messzeiten
und hoher Messgeschwindigkeit. In un-
seren akkreditierten Messraumen fin-
den Sie optimalen Bedingungen fur die
Messung von Kleinst- bis GroRbauteilen.
Falls Ihre Bauteile aber nicht transportfa-
hig sind, fuhren wir die Messungen auch
direkt vor Ort durch, in Ihrer Fertigung.
Méoglich machen dies unsere optischen
Messsysteme der neuesten Generation.

Sie haben ein Bauteil, das passgenau
verbaut werden soll? Die Daten unseres
Scans werden mit einem CAD-Modell

und Lagetoleranzen zu ermitteln. Das er-
laubt schnelle und genaue Riickschlisse
fur den Fertigungsprozess und kurze Re-
aktionszeiten fur die Produktion.

Was kann unsere Optische Messtechnik
far Sie tun?

Wir messen fir Sie stationadr in unserem
akkreditierten Messraumen oder direkt
bei lhnen vor Ort mit unseren mobilen
Messsystemen. Vor allem, wenn rasche
Reaktionszeiten nétig oder grol3e Bautei-
le im Spiel sind, ist das ein unschatzbarer
Vorteil. Beispiele: in-line/at-line-Messung
von Batteriezellen, Ladungstragern etc.

Was kénnen Sie bei uns
messen lassen?
So gut wie alles: Prototypen, Blech, Spritz-

und Druckgussbauteile, Kunststoffbau-
teile, Batteriezellen und -komponenten.

+ UNSERE LEISTUNGEN +
+ 3D-Digitaliserung

* Geometrische MaRBprifung

* Flachenvergleich

Visualisierung der Abweichung
* Erstbemusterung

© Carl Zeiss GOM Metrology GmbH

Erstellung eines 3D-Modells der Bauteiloberflache, Ausgabe der Daten als triangulierte Oberflachen (STL-Daten)
Hochprazise Messung von Regelgeometrien, Freiformflachen sowie Form- und Lagetoleranzen von Kleinst- bis GroRbauteilen

Erstellung von Soll-Ist-Vergleichen gegen CAD-Daten oder Ist-Ist-Vergleich mit beliebiger Ausrichtung und farbcodierter

Virtual Clamping, das ,virtuelle Spannen”, kann Messvorrichtungen ersetzen und
Messvorgange verklrzen. Messen geht einfacher und schneller? Klingt hervorragend,
nicht wahr? Mithilfe des ,Virtual Clamping” wird der Spannvorgang von zum Beispiel
Tlren oder Klappen von Fahrzeugen in einer Software simuliert. Bei den Ublichen
Formgebungsverfahren entstehen bei der Herstellung Abweichungen zur Soll-
Vorgabe. Virtual Clamping simuliert die Einbaulage dieser Bauteile, so dass der
gespannte Zustand errechnet werden kann. Zusatzlich kénnen wir Aussagen zum
Verzug oder Aufsprung treffen, ohne einen weiteren Messvorgang. Das Ergebnis
ist identisch mit dem einer physikalischen Messvorrichtung mit deutlich héherer
Wiederholgenauigkeit. Geeignetist dieses Verfahren fur Blech- und Kunststoffbauteile.

DYNAMISCHES BAUTEIL-SCANNING: 3D-TESTING
MIT BEWEGUNGS- UND FORMANALYSE

Eine weitere Neuheit bei Quality Analysis: die dynamische Erfassung von 3D-
Koordinaten, 3D-Verschiebungen und 3D-Oberflachendehnungen. Dazu nutzen
wir das neue GOM-ARAMIS-System. Es liefert prazise 3D-Koordinaten auf Basis von
Triangulation fur vollflachige und punktbasierte Messungen.

Formanderungsanalyse fiir Bauteile unter Belastung

Mithilfe dieser 3D-Koordinaten gewinnen Sie wertvolle Ergebnisse zur Materialeigen-
schaft und zum Verhalten von Bauteilen unter Belastung. Dieses Wissen ist entschei-
dend fur die Produkthaltbarkeit, das Geometrielayout und die zuverlassige nume-
rische Simulation und deren Validierung. Die Ergebnisse sind deshalb besonders
wertvoll fur die Produktentwicklung, Materialforschung und die Bauteilprifung.

Die Messung erfolgt schnell, berihrungslos und materialunabhangig. Berechnet
und erfasst werden zum Beispiel 3D-Verschiebungen, 3D-Verformungen, 3D-
Geschwindigkeiten, Oberflachendehnungen und Materialkennwerte fir Simula-
tionen (E-Modul etc.).

EINSATZMOGLICHKEITEN DER 3D-BEWEGUNGSANALYSE
Diese Messtechnik macht das dynamische Bauteilverhalten sichtbar: Das

Bauteil wird mit Messpunkten Uber einen bestimmten Zeitraum hochdynamisch
erfasst. Das dynamische Verhalten kann anschlieBend weiter analysiert und zum
Beispiel in einer Simulation verwendet werden. Mégliche Leistungen:

* Bewegungs- und Schwingungsanalyse von Maschinen

* Flexibler, genauer und vielseitiger: Die Spannkrafte kdnnen an jedem
gewunschten Spannpunkt bestimmt werden. Sie erhalten Prifergebnisse mit
deutlich geringerem Bedienereinfluss. Die gespannten Messungen kénnen auch
fir Messungen mit der industriellen Computertomographie verwendet werden.

* Hohe Wiederholbarkeit: Durch den virtuellen Spannvorgang ohne physische
Messvorrichtung sind nachtragliche Messungen und Auswertungen jederzeit moglich.

Erstellung von Erstmusterprufberichten nach Zeichnungsvorgabe (z.B. VDA oder PPAP)
* Flachenrickfiihrung / Reverse Engineering
Erstellung von CAD-Modellen aus den gescannten STL-Daten, Ausgabeformat der Daten: .step und .iges

+ Deformationsanalysen
* (Thermische) Bewegungsanalysen
. Thermodynamische Ana|ysen © Carl Zeiss GOM Metrology GmbH

verglichen und die Abweichungen flachig
visualisiert. Die Daten kdnnen wir an-
schlieRend auch verwenden, um Form-




TECHNISCHE SAUBERKEIT

TECHNISCHE SAUBERKEIT FUR ELEKTROMOBILITAT

Viele OEM stehen derzeit vor zahlreichen Herausforderungen. Eine davon sind Fahrzeugbatterien oder
Brennstoffzellen und das Neuland, das sie bedeuten. Wie lasst sich partikuldre Verunreinigung hier
nachweisen und analysieren? Welche Prozesse zur Einhaltung der Technischen Sauberkeit werden bendtigt?

Technische Sauberkeit fur Fahrzeugbatterien und Brennstoffzellen, das bedeutet Umdenken und Neudenken -
eine unserer liebsten Disziplinen. Die Dimension der Bauteile, neue Montageprozesse, neue Spezifikationen fir
Sauberkeitsgrenzwerte und zahlreiches Schadigungspotenzial durch partikuldre Verunreinigung - all das macht es
zur Herausforderung, neue Antriebssysteme zur Serienreife zu bringen.

Quality Analysis als Partner fur Elektromobilitat

Quality Analysis denkt seit jeher in Losungen und unterstitz OEMs dabei, neue Prozesse
und Strategien fur die Technische Sauberkeit zu entwickeln. Mit viel Erfahrung sowie
einem vielseitigen und umfangreichen Analysespektrum stehen wir unseren Kunden 3
bei der Analyse von partikuldaren Verunreinigungen zur Seite. Darlber hinaus beraten
wir unsere Kunden auch, wie sie das Schadigungspotenzial minimieren und technische
Sauberkeit in der Produktion und Montage gewahrleisten.

+ UNSERE LEISTUNGEN +

* Mittels FlUssigkeits- und Luftextraktion erfassen, extrahieren und analysieren wir
partikuldre und filmische Verunreinigungen.

* Wir fuhren die korrelative Partikelanalyse durch und kombinieren dazu Licht- und
Elektronenmikroskopie mit RAMAN- und FT-IR-Spektroskopie.

* Filmische Rickstande ermitteln wir qualitativ und quantitativ.

* Rundum sauber: Wir Gbernehmen das Partikelmonitoring und die Analyse

~

B

von Partikelfallen fir das Umgebungsmonitoring oder Uberwachen die
Montagesauberkeit.

+ Gerne beraten wir Sie oder unterstltzen Sie mit unseren Engineering-
Dienstleistungen.

Alle Analysen erfolgen in einem Reinraum der Klasse 8, nach VDA 19/19.1/19.2, ISO
16232 sowie auf Wunsch nach entsprechenden Kundennormen und -spezifikationen.
Partikel, die wir dabei nachweisen kénnen, sind Metalle, Minerale, Salze, organische
Partikel und Fasern.

NEUHEITEN

GROSSTEILE-EXTRAKTION:
SAUBERKEIT IN NEUEN DIMENSIONEN

Fahrzeugbatterien stellen die Technische Sauberkeit in so manchem Bereich
auf die Probe. Nicht nur bestehen die komplexen mechatronischen Systeme
aus unterschiedlichen Baugruppen - die Bauteile sind zum Teil bis zu zwei
Meter grol3. Herkémmliche Extraktionskabinette stoRen hier an ihre Grenzen.
Denn die Bauteilabmessung macht es nahezu unmaglich, die herkdmmlichen
Systeme zu verwenden.

Quality Analysis hat eine Losung fiir dieses Problem entwickelt:

Spezielle, fur uns angefertigte Extraktionskabinette fir GroRbauteile. Diese
fassen Bauteile mit bis zu 1.500 x 2.500 mm und 2.500 kg. Sie sind also
geeignet, um Batterie-Rahmensysteme, Deckel und mehr aufzunehmen.
Integriert ist ein Kransystem, um die Bauteile zu mandvrieren. Die Analyse
erfolgt entweder mittels Extraktion durch eine wassrige Losung oder durch ein
[6sungsmittelbasiertes Reinigungsmedium.

PARTIKELSAUGEXTRAKTION IM ESD-RAUM

Gerade in der Elektromobilitat ist oft nicht nur die BauteilgréRe ein kritischer
Faktor, sondern auch die mangelnde Zuganglichkeit von sauberkeitskritischen
Bereichen, der Einsatz von elektronischen Komponenten sowie die hohen
Spannungen und Energiedichten. Die herkdmmliche Extraktion mit Flussigkei-
ten ist in diesen Fallen unmadglich. Auch hier hat Quality Analysis die passen-
de LAsung: die Partikel-Saugextraktion. Eine spezielle Dise |6st partikulare
Verunreinigungen manuell oder robotergestitzt, indem sie mechanische und
stromungstechnische Reinigungsverfahren einsetzt.

Die Saugextraktion ist auch speziell fir ESD-sensible Bauteile geeignet, da die
Extraktion in einem gesonderten ESD-Raum der Reinraum-Klasse 5 nach ISO
14644 erfolgt. Die Analyse erfolgt trocken und zerstérungsfrei, somit kénnen
die Bauteile jederzeit wieder verwendet bzw. in den Montageprozess eingeglie-
dert werden. Die gesammelten Partikel analysieren wir auf einem Filter oder in
einem Laborglas nach dem Standard der Flissigkeitsanalyse.

BERATUNG UND ENGINEERING IN DER TECHNISCHEN SAUBERKEIT

Technische Sauberkeitin der Montage ist besonderswichtig, denn einunerwiinschtes
Partikel kann hier groRe Schadigungen nach sich ziehen. Zur Auswahl stehen
zahlreiche Methoden, Analysen und Techniken. Doch die Analyse alleine reicht
nicht - es gilt, kiinftige Verunreinigungen konsequent zu verhindern. Das schliel3t
moglichen Abrieb in der Montage ebenso ein wie Verunreinigungen wahrend des
Transports. Je nach Sauberkeitsanforderung kann es nétig sein, den kompletten
Montageraum in einen Reinraum umzuwandeln. Eine komplexe Aufgabenstellung.

Verunreinigungen im gesamten Montageprozess minimieren
GerneberatenwirSieundunterstitzenSie beiderEntscheidung, welche MalBnahmen,
Analysen und Prozesse nétig und wirtschaftlich sinnvoll sind. So entwickeln wir
zum Beispiel individuelle Sauberkeitskonzepte passend fiir lhre Anforderungen.
Wir begleiten Sie durch den gesamten Produktentstehungsprozess, damit Sie lhre
Sauberkeitsanforderungen erreichen. Neben klassischem Umgebungsmonitoring
Uberwachen wir dazu auch den Produktions- und Montageprozess und validieren
diese im Rahmen der Montagesauberkeit nach VDA 19.2. Daruber hinaus bauen wir
gerne ein komplettes Qualitdtsmanagementsystem nach den Anforderungen der
Technischen Sauberkeit fur Sie auf.

J,.‘!rl!_l

QUALITATSMANAGEMENT UND TECHNISCHE SAUBERKEIT

* Lieferantenentwicklung

* Integration in die Prozessentwicklung

+ Entwicklung von Analysemethoden, spezifischer Prifvorschriften und Anweisungen

« Statistische Auswertung von Prifergebnissen

« Individuelle Schulungen: Qualifizierung und Sensibilisierung von Mitarbeitern
aus allen Businessunits fur die erfolgreiche Umsetzung und Etablierung der
Technischen Sauberkeit entlang des gesamten Produktentstehungsprozesses im
Unternehmen

+ Durchfihrung von Sauberkeitsaudits

+ Aufbau und Implementierung von TecSa & MontSa QM-Systemen

* Beratung bei Reinraumtechnik und Produktionsplanungsprozessen

Quiality Analysis ist ein zuverlassiger Partner mit langjahriger Erfahrung und praxisrele-
vantem Know-how. Unser Wissen und unsere Erfahrung geben wir im Rahmen unserer
individuellen Beratungs- und Engineering-Dienstleistungen gerne an unsere Kunden
weiter, damit diese ihre Sauberkeitsanforderungen mit Erfolg erreichen.
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MATERIALOGRAPHIE

MEHR ALS MIKROSKOPIE: MEHR SEHEN, MEHR WISSEN, MEHR LEISTEN.

Unser korrelativer Workflow verbindet die Computertomographie mit der Materialgraphie und holt bei

Bedarf die Chemische Analytik mit an Bord.

Nicht nur Bauteile werden immer komplexer, auch die Materialien, aus denen sie bestehen. Das fuhrt in logischer
Konsequenz auch zu vielschichtigeren Bauteilprifungen und Schadensfallen. Um Defekte und Problemstellungen
ganzheitlich zu betrachten, setzen wir schon lange auf einen korrelativen Workflow, der unsere Kompetenzen
buandelt. Aktuell ist dieser Workflow wichtiger denn je, denn mit seiner Hilfe erfassen wir alle Details einer Probe und
analysieren Schaden ganzheitlich und bis in die erforderliche Analysentiefe. Durch zukunftsweisende Investitionen
haben wir unser Leistungsspektrum im Bereich Materialographie drastisch erhoht.

DIE KORRELATIVE SCHADENSANALYSE

Schaden, Elektronik

und Batteriezellen

Das Einsatzgebiet der Materialographie

ist grof3. Von der Schadensanalyse Uber

die Analyse von Elektronikkomponen-
ten bis hin zu Batteriezellen liefert diese
zerstorende Analysemethode wertvolle

Informationen zu Oberflachen, Struktu-

ren und Materialzusammensetzungen.

Im korrelativen Workflow vernetzten wir

dazu unsere Analysesysteme aus ande-

ren Kompetenzbereichen:

* Der erste Schritt ist eine zerstérungs-
freie Analyse mittels Computertomo-
graphie zur Fehlerlokalisation.

+ Die Materialographie liefert tiefergehende
Ergebnisse durch die zerstérende Analyse
und hochauflésende Mikroskopie.

+ Bei Bedarf kombinieren wir diese Tech-
nologien zusatzlich mit Chemischer
Analytik zur Identifikation und Charak-
terisierung von organischen Proben.

Die Vorteile der korrelativen Analytik
Durch unsere vernetzten Systeme kénnen
wir verschiedene Analysemethoden fur
Sie kombinieren.

Die Vorteile:

» Wir wechseln nahtlos vom Mikro- zum
Nanometerbereich flir noch mehr Details
und Ergebnisse

* Mehr Daten in klrzerer Zeit: Durch die
Kombination der Methoden erfassen
wir mehr Daten und brauchen daflr
weniger Zeit

+ Alles aus einer Hand: Sie bekommen bei
QA alles aus einer Hand, alle Analysen
und alle Ergebnisse

 Wir erfassen, bearbeiten und analysieren
far Sie Daten von 2D bis 3D

* Mehr Daten bedeuten bessere Ergebnisse

+ UNSERE LEISTUNGEN +

Ob SchweiBnahtuntersuchung, Hartemessung oder systematische Schadensanalyse:
Die Materialographie ist die zerstérende Werkstoffprifung zur quantitativen und
qualitativen Analyse von Materialeigenschaften metallischer Werkstoffe.

Dazu gehdren bei Quality Analysis folgende Leistungen:

* Metallographische Probenpraparation

« Licht-, Laser-Scanning- und Rasterelektronenmikroskopie
* Prifung von L6t- und Schweil3verbindungen

+ Korrosionsprafung

* Bruchflachenanalyse

+ Gefligeuntersuchung

+ Untersuchung von Beschichtungen

+ Charakterisierung von Oberflachentopographie

* Zug-, Biege und Druckprufungen

+ Harteprufung nach Brinell / Knoop / Vickers

+ Funkenemissionsspektroskopie (OES)

NEUHEITEN

HOCHAUFLOSENDE MIKROSKOPIE MIT FIB-SEM

Craanbasn

Die Nachfrage unserer Kunden nach hochauflésenden mikroskopischen Analyseverfahren, wie zum Beispiel der FIB-SEM-Mikroskopie,
ist ungebrochen hoch. Hier lassen sich empfindliche Schichten von zum Beispiel Chips, Wafern oder Batteriezellen bis in die Tie-
fe analysieren. Dazu praparieren wir die Proben im Nanomalstab: Mit unserem Crossbeam 350 von Zeiss kombinieren wir ein
hochauflésendes Feldemissions-Rasterelektronenmikroskop mit den Bearbeitungsfunktionen eines fokussierten lonenstrahls und
einem Femtosekundenlaser. So lassen sich Querschnitte direkt im Material mit nur geringen thermischen und mechanischen Ein-
flissen erzeugen.

Die FIB-SEM-Mikroskopie liefert hervorragende Ergebnisse in den Bereichen Hochleistungselektronik (Chips), Batteriezellen und
Elektronikkomponenten allgemein. Sie liefert Aufschluss zu Fragen rund um die Materialzusammensetzung, Létstellen, Geflige-
strukturen und Fehlstellen im Material.

FUR DIE ELEKTRONIKINDUSTRIE: MIKRORISSE MIT HOHEN KONTRASTEN SICHTBAR MACHEN

Neu bei Quality Analysis: Das Fluoreszenz-Stereomikroskop ZEISS Stereo Discovery.V12 - und damit die Méglichkeit, Mikrorisse mit
hohen Kontrasteffekten sichtbar zu machen und zu bewerten. Dieses Verfahren eignet sich sehr gut fir Mikrorisse an Kunststoffge-
hausen, etwa Steckverbindungen der Elektronikindustrie oder auf Leiterplatinen. Das fluoreszierende Benetzungsmittel kann direkt
auf der Bauteiloberflache oder erst nachtraglich im praparierten Schliff verwendet werden.

Dadurch ergeben sich folgende Analysemdglichkeiten:

* Feststellung von Mikrorissen und -verlaufen direkt auf der Bauteiloberflache

+ Kontrastreiche Darstellung von Isolationsgelen/Massen der Halbleiterindustrie im praparierten Schliff
+ Darstellung von Mikrorissen und -verlaufen im praparierten Schliff

* Homogenitat von ,beschichteten” Oberflachen

ZUG-, DRUCK- UND BIEGEANALYSEN

Wir fuhren standardisierte Zug-, Druck-, Biege- und Scherprifungen an Materialien und Bauteilen durch. Dazu gehoéren Ein- und
Auspressversuche an Komponenten und Bauteilen an Leiterplatinen, Biegeversuche an Lotverbindungen, die Kontrolle von
Fuge- und Pressvorgangen an feinwerktechnischen Bauteilen und die Scherprtfung bei Klebeverbindungen oder Jelly Rolls. Diese
Prifungen fihren wir mit unserer ZwickRoell ProLine mit umfangreicher Basisausstattung und mit besonderen Aufspannlagen
durch, die Prufkraft F betragt max. 10 kN.

Neu: Die Zugversuche erganzen wir nun mit GOM ARAMIS. Wir erfassen zusatzlich mit einem Kamerasystem berthrungslos
3D-Koordinaten, 3D-Verschiebungen und 3D-Oberflaichendehnungen. Mithilfe dieser 3D-Koordinaten gewinnen Sie wertvolle
Ergebnisse zur Materialeigenschaft und zum dynamischen Verhalten von Bauteilen unter Belastung.

NEUE MOGLICHKEITEN FUR DIE HARTEPRUFUNG & SCHWEISSNAHTANALYSE

© ATM Qness GmbH

==

Unser neues High-End-Laborgerat der Brinell / Koop / Vickers Harteprtfer-Serie Qness 60 EVO verbindet das Beste aus der Harte-
prufung und der Mikroskopie. Mikro- und Kleinlast-Prifungen erreichen damit ein ganz neues Niveau - absolut verlassliche und
wiederholbare Ergebnisse inklusive! Zu den herausragenden Features gehdren ein 8-fach-Messrevolver in Voll-Besttickung, vollauto-
matische Harteprufungen fur Einzel- und Multiproben sowie eine mégliche Mehrfachbestliickung. Dartiber hinaus sind manuelle
und semi-automatisierte Prufablaufe moglich. Wir prifen normgerecht nach DIN EN ISO und ASTM. Folgendes kdnnen wir fur Sie
analysieren: Randkantenerkennung, 2D-/3D-Mapping, Phasenanalyse, Palmquist-Methode fur Rissprifung an Hartmetallen und
keramischen Werkstoffen, Schichtdickenmessung sowie KorngréRenbestimmung.

Neu bei QA: Die schnelle, hochauflésende und effiziente Vermessung von Schwei3nahten mit dem inversen Makroskop Qeye 800. Es
ermdglicht uns die optische Analyse und Vermessung von Proben sowie eine normgerechte SchweilRnahtvermessung und Prifung
nach DIN EN ISO 5817. Dazu verfligen wir auch Uber die nétigen Messtools wie A-Mal3, Einbrandtiefe, Bewertungsgrenzen und ein
normgerechtes Prifprotokoll.

HIGH-END-SYSTEME FUR HOCHSTE PRAZISION IN DER PROBENPRAPARATION

Fiir die Probenpréaparation verfiigen wir Giber neue Technologien und High-End-Systeme fiir hdchste Prézision, mit hohem
Automatisierungsgrad und effizienten Arbeitsablaufen:

Neben unseren neuen Trennsystemen fir Prazisionsschnitte, wie z.B. Diamant-Draht-Sage fur Schnitte im Bereich 0,15-0,5 mm ohne
Warmeeinflusszone, verfiigen wir nun auch Uber ein neues, vollautomatisiertes Schleif- und Poliergerat fur einen hohen Probendurch-
satz bei maximaler Zuverlassigkeit. Der QATM Qpol XL erméglicht die exakte Messung des Materialabtrags - unabhangig von Laufzeit,
Probentyp, Werkstoff und Harte. Die Speicherung von bis zu 200 Praparationsmethoden garantiert reproduzierbare Praparationser-
gebnisse und absolute Prozesssicherheit.

Neben den etablierten Kalt- und Warmeinbettverfahren bieten wir nun auch die Mdglichkeit der UV-Einbettung. Mit dem QATM
Qmount kénnen wir in sehr kurzer Zeit transparente, materialographische Standardeinbettungen unterschiedlichster Materialien
herstellen. Die Proben werden hocheffizient mit UV-Strahlung eines sehr eng tolerierten Wellenlangenbereichs bestrahlt und inner-
halb von 60 Sekunden ausgehartet.



VON DER LEISTUNGSFAHIGKEIT BIS ZUR SECOND-LIFE-ANALYTIK

ANALYSE VON BATTERIEZELLEN UND BATTERIETECHNIK

Zahlreiche OEMs stehen derzeit vor der Herausforderung, in sehr kurzer Zeit Fahrzeug-
batterien zu entwickeln und zu industrialisieren. Fur die Qualitatssicherung ergeben sich
daraus viele Herausforderungen: BauteilgréBen von Uber 2 Metern, die Zuganglichkeit
kritischer Bereiche, hohe Spannungen und Energiedichten sind nur einige davon. Her-
kémmliche Analyseverfahren kdnnen nicht einfach adaptiert werden, sondern mussen
an die neuen Anforderungen angepasst oder erst entwickelt werden.

Wir haben uns der Herausforderung gestellt und in zahlreiche neue Systeme inves-
tiert, um unsere Kunden zu unterstltzen und ihnen eine ganzheitliche Losung aus
einer Hand anzubieten.

Analysen bis ins kleinste Molekul

Gehen Sie auf Nummer sicher: Lassen Sie |hre Batteriezellen mit unseren hoch-
modernen Analysetechnologien Uberprifen, bei Bedarf bis ins kleinste Molekul. Wir
prufen je nach Anforderung zerstérungsfrei oder wir 6ffnen und zerlegen komplette
Zellen und untersuchen Einzelkomponenten und Rohmaterialien. Als akkreditiertes
Analysezentrum fur die ganzheitliche Prafung und Analyse von Batteriezellen stehen
uns alle entscheidenden Analysemethoden zur Verfugung.

Von der Batteriezelle bis zum Rohmaterial
Spannend werden die Ergebnisse vor allem dann, wenn wir mit der korrelativen
Analyse bereichstbergreifend arbeiten und die Vorzlge verschiedener Technologien

SECOND-LIVE-ANALYTIK UND BATTERIE-RECYCLING

ANALYSE VON BESTANDTEILEN UND EINZELNEN FRAKTIONEN

Sinkt die Leistungsfahigkeit einer Lithium-lonen-Batterie, muss sie ausgetauscht werden.
Mit der steigenden Produktion von E-Fahrzeugen steigt auch die Zahl der auszutauschen-
den Batterien. Hier ist eine grolRe Herausforderung die effiziente und nachhaltige Recy-
clinglésung. Verschiedene Hersteller forschen an Verfahren, um wertvolle Rohstoffe wie
Nickel, Mangan, Kobalt sowie Kupfer, Stahl und Aluminium 6kologisch und wirtschaftlich
nachhaltig zurtickzugewinnen, um neue Batteriezellen produzieren zu kdnnen.

Quality Analysis als Partner in der Second-Live-Analytik

Wir unterstitzen Sie bei der Analyse im Bereich Batterie-Recycling bzw. Second-Live-Ana-
lytik. Dazu untersuchen wir die Bestandteile und die Qualitat einzelner Fraktionen von
Batteriezellen fUr das Recycling mithilfe instrumenteller Analytik (GC-MS/-FID/Headspa-

nahtlos kombinieren. Das konnen wir flr Sie untersuchen: ce, IC, Karl-Fischer-Titration, DSC, TGA mit FT-IR-Koppelung, uvm.).

g 1™ SECOND-LIFE-ANALYTIK
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Wir sieben und mahlen die Fraktionen und
. B setzen fUr die Probenvorbereitung einen
mikrowellenunterstiitzten Saureaufschluss
ein. Wir bestimmen u.a. PartikelgroRen,
Zusammensetzung der Fraktionen, Wert-
stoffgehalt, wie z.B. Lithium, Kobalt, Nickel
und Mangan, Kupfer, Aluminium oder Gra-
fit sowie VOC- und Trockengehalt. Auch die
Bestimmung des Wassergehalts sowie die
Elektrolytanalysen sind méglich.

LEISTUNGSFAHIGKEIT UND ELEKTRISCHE KENNGROSSEN o TR RRT R

Wir fuhren u.a. elektrische Messungen an Batteriezellen durch, simulieren Entlade-
prozesse und Kurven, messen Zellspannung und fihren Kapazitatstests durch,
4-Leiter-Messung auf Widerstande bis 10A und mit einer Auflésung bis 0,1 pOhm.

MASSHALTIGKEIT

Mit optischer 3D-Messtechnik und der
3D-Computertomographie digitalisieren
wir Ihre Bauteile fur Soll-Ist-Vergleiche, die
Messung von Regelgeometrien und Frei-
formflachen sowie fur die Uberprifung
von Form- und Lagetoleranzen.

PARTIKULARE UND CHEMISCH-FILMISCHE VERUNREINIGUNGEN
Fur ESD-sensible Bauteile prifen wir die Sauberkeit mittels Flussigkeits- und
Luftextraktion. Weitere Leistungen sind die korrelative Partikelanalyse mit der
Licht- und Rasterelektronenmikroskopie sowie Raman- und FT-IR-Spektroskopie.
Chemisch-filmische Verunreinigungen qualifizieren und quantifizieren wir mit

Raman- und FT-IR-Spektroskopie, Gaschromatographie (GC-MS/GC-FID) sowie
lonenchromatographie.

ZERSTORUNGSFREIE UNTERSUCHUNG DES ZELLENAUFBAUS

FUr Qualitatskontrollen und die Fehleranalyse bieten die 2D-Rontgenins-
pektion und die 3D-Computertomographie zerstérungsfreie Einblicke. Dazu
gehoren u.a. die Untersuchung der Homogenitat der Jelly Roll, Montage-
kontrollen und Sicherheitsprifungen. Wir untersuchen zudem innenliegende
Defekte und Anomalien, wie z.B. metallische EinschlUsse, Elektrodenrisse
oder SchweiRfehler ohne Offnung und Zerlegung der Batteriezelle.

ZERSTORENDE PRUFUNG INNENLIEGENDER DEFEKTE UND ANOMALIEN

Wir analysieren Anomalien oder Risse in der Elektrodenbeschichtung, Partikel-
briche, Hohlrdume, inhomogene Verteilung der Aktivmaterialien, interkristalline
Korrosion, u.v.m. Hier bieten wir u.a. die mikroskopische Analyse im Querschliff,
Darstellung der Oberflachentopographie inkl. Materialbestimmung mittels REM-
EDX-Analyse, Tiefenprofil von Fehlstellen mittels FIB-SEM-Analyse, Charakterisie-
rung der Schnittkantenqualitat, Elektrodenversatz oder Kantenauspragung sowie
Untersuchung der Haftkraft der Elektrodenbeschichtung mittels Stirnabzugstest.

OFFNEN UND ZERLEGEN VON BATTERIEZELLEN

Zellzerlegung in Luft- oder Argon-Atmosphare im Abzug oder Glovebox,
Bauteilseparierung sowie makroskopische und stereomikroskopische
Begutachtung des gesamten Elektrodenstapels hinsichtlich Auffalligkeiten,
Schadstellen oder Fremdmaterial.




ANALYSE VON MIKROELEKTRONIK-BAUTEILEN UND HALBLEITERN

ELEKTRONISCHE BAUGRUPPEN VON INNEN UND AUSSEN

Die Anforderung an Elektronikbauteile und Halbleiter wachsen stetig. Quality Bereichen festinstallierte und mobile ESD-Schutzzonen sowie zertifiziertes Personal
Analysis ist ein zuverladssiger und zertifizierter Partner fur die Qualitatskontrolle und zur Verfugung.

Fehleranalyse. Dazu setzen wir auf héchste Auflésungen im Mikro- und Nanobereich Unsere Spezialitat ist die Kombination verschiedener Analysemethoden: Die
mit Licht-, Elektronen und Réntgenmikroskopie sowie die 3D-Computertomographie tiefergehenden Analysen fihren zu detailreicheren Ergebnissen und damit zu mehr
und automatisierte 2D-Rontgeninspektion. Verborgene Schwachstellen und Defekte Effektivitat und Produktivitat in der Fertigung.

kdnnen wir so schnell finden, analysieren und messtechnisch auswerten - tbrigens So kombinieren wir die optische Untersuchung bis in den Nanobereich mit der
auch an komplett bestickten Baugruppen. metallographischen Analyse der Bauteileigenschaften, der Defektanalyse, der
Wir unterstitzen Sie mit zerstorungsfreien und zerstérenden Untersuchungen gemaf3 Sauberkeitsprifung und der Oberflachenmesstechnik.

den Abnahmekriterien fir elektronische Baugruppen (IPC-A-600) und Leiterplatten

(IPC-A-610). Fur die Prufung elektrostatisch sensibler Bauteile stehen uns in allen Wie unterstiitzen wir Sie?

LOTSTELLENINSPEKTION

Zerstorungsfreie Analyse der Létqualitat

mittels 2D-Rontgeninspektion und

3D-Computertomographie

* Analyse von Lotstellen

+ Schragdurchstrahlung zur Analyse von
Benetzungsfehlern

 Bestimmung des Porenanteils (Voids)
in Lotstellen oder Leitkleberschichten

KORRELATIVE PARTIKELANALYSE
Extraktion und Analyse partikularer -
Verschmutzung SCHADENSANALYSE

* Flussigkeitsextraktion mit
verschiedenen Medien

* ESD-sichere Luftextraktion mittels
Partikel-Saug-System

* Partikelanalyse mittels LiMi, REM,

Defektanalyse eines Kondensators mittels
Licht- und Rasterelektronenmikroskopie

* Darstellung und Untersuchung der
Oberflachenstrukturen

* Untersuchung der Ablagerungen mit-

RAMAN- und FT-IR tels EDX-Materialanalyse
* Untersuchung des Kondensators im
& -] Langsschliff
o ,_{{ ,
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SICHERHEIT UND QUALITAT IN DER KUNSTSTOFFINDUSTRIE

QUALIFIZIERUNG VON POLYMEREN WERKSTOFFEN UND PRODUKTEN

Halt der Werkstoff oder das Produkt der geplanten Belastung stand? Quality Analysis
untersucht fur Sie Thermoplaste, Duroplaste, Elastomere, Verbundwerkstoffe und
Schaumstoffe. Dabei stellen wir fest, ob der Werkstoff por¢s ist oder Einschllisse
besitzt, welche thermischen Eigenschaften er hat, wie die Materialzusammensetzung
bis ins kleinste Detail aussieht, ob es Formenabweichungen durch Verzug oder
Schrumpfung gibt und welche Faserausrichtungen und Faservolumenanteile

bestehen.
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QUALIFIZIERUNG
UND QUANTIFIZIERUNG

Spektroskopische und gaschromatogra-
phische Analysen fur polymere Werk-
stoffe: Nachweis und Identifizierung von
Materialien mithilfe von RAMAN- und FT-
IR-Spektroskopie, Analyse von flichtigen

el

FILMISCHE VERUNREINIGUNG

Nachweis und Identifikation chemisch-
filmischer Riickstande

* Punktuelle Detektion mittels Fluores-
zenzmessung

* Nachweis und Materialbestimmung
mittels RAMAN- und FT-IR-Spektroskopie

* Qualifizierung und Quantifizierung
mittels GC-MS und GC-FID
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UNTERSUCHUNG VON

LEITERBAHNEN

Darstellung und Analyse des Schicht-

aufbaus von Leiterbahnen

» Makroskopische und mikroskopische
Darstellung von Beschichtungen

* BemalBung der Funktionsschichten
praparierten Schliff

* Analyse von Fehlstellen im Leiterbild,
wie z.B. Schaden an der Oberflachen-
metallisierung

9
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TIEFENANALYSE EINES CHIPS

Darstellung des Schichtaufbaus eines

Chips mittels FIB-SEM-Mikroskopie

* Prapararation / Erzeugung eines
Querschliffs

« Darstellung und Analyse des
Schichtaufbaus

* Materialuntersuchung mittels
EDX-Materialanalyse

organischen Fullstoffen mit GC-MS.
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ZERSTORUNGSFREIE
BAUTEILPRUFUNG

Darstellung des Bauteilinneren in 3D mit
einer Aufldsung bis 7um, messtechnische
Auswertung von Regelgeometrien und
Freiformflachen, Geometrievergleiche, De-
fektanalyse, Porositats- und Einschluss-

analyse, Montagekontrollen etc.

Messvorrichtungen.

Virtual Clamping: Virtuell Spannen und Zeit sparen

MitVirtual Clampingbieten wirlhnennunzusatzlich eine ganzneue Analysemaoglichkeit
an. Dabei simulieren wir den Spannvorgang des Werkstlcks in einer Software - zum
Beispiel von TUren oder Klappen eines Fahrzeugs. So errechnen wir den gespannten
Zustand und stellen Abweichungen zur Soll-Vorgabe fest. Dartber hinaus kénnen wir
berechnen, ob es einen Verzug oder Aufsprung gibt, ohne weitere Messvorgange und

Das konnen wir flir die Kunststofftechnik tun:

THERMISCHE ANALYSE

Schmelztemperatur, Kristallinitdt, Quan-
tifizierung der Zusammensetzung des
Werkstoffs, Zersetzungsverhalten, Identi-
fizierung von Zersetzungsprodukten und
flichtigen Bestandteilen mithilfe der dyna-
mischen Differenzkaliormetrie (DSC) und
der thermogravimetrischen Analyse (TGA).

FASERVERBUNDWERKSTOFF
ANALYSE

Hochauflésende Darstellung und zersto-
rungsfreie Darstellung (2D/3D) von Fa-
serverbundwerkstoffen, wie z.B. CFK oder
GFK. Mdgliche Analysemdglichkeiten sind
die qualitative und quantitative Auswer-
tung der lokalen und globalen Faserorien-
tierung sowie der Faservolumenanteile,
Darstellung der Faserorientierung sowie
die Darstellung der detaillierten Winkel-
verteilung beliebiger Orientierungen als
2D-Histogramm.

GEOMETRISCHE MASSPRUFUNG

Messung von Spritzbauteilen fur die
Produkt- und Prozessentwicklung: Re-
gelgeometrien, Freiformflachen, Form-
und Lagetoleranzen, Soll-Ist-Vergleiche,
Erstmusterprifungen, Erstellung und
Validierung von Messprogrammen etc.
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PARTIKULARE UND CHEMISCH-
FILMISCHE VERSCHMUTZUNGEN

Untersuchung von Anzahl, GroRRe, Mate-
rial und Schadigungsverhalten von orga-
nischen und anorganischen Partikeln mit
Mikroskopie und Spektroskopie; Bestim-
mung von filmischen Verunreinigungen
mit Testtinte, Fluoreszenzmessung, Gas-
chromatographie (GC), Flammenionisa-
tionsdetektor (FID), Massenspektrometer
(MS) und mehr.



QUALITATSSICHERUNG FUR MEDIZIN- & PHARMAPRODUKTE

GANZHEITLICHE SICHERUNG AUCH FUR HOCHSTE ANFORDERUNGEN

Quality Analysis ist lhr erfahrener Partner
flr Qualitdtsanalysen, wenn es um die
Vorschriften und Normen in der Medizin-
technik und Pharmabranche geht. Sie er-
halten hochprazise und effiziente Mess-
und Analyseverfahren, um zum Beispiel
Medizintechnik-Bauteile zu analysieren
und zu vermessen. Bei Bedarf kombinie-
ren wir unsere vielseitigen Analysetechno-
logien fUr noch tiefere Analysen und noch
aussagekraftigere Ergebnisse.

+ Blistern und Verpackungen
* Pharmazeutische Produkte
* Arztliche Instrumente

* Implantate

« Stents

Ein Beispiel? Wir verbinden hochaufl6-
sende bildgebende Analyseverfahren
bis in den Nanobereich mit der metallo-
graphischen Untersuchung der Bauteil-
eigenschaften, Defektanalyse, Sauber-
keitsprifung, Oberflachenmesstechnik
oder der taktilen Messtechnik und der
Computertomographie.

DAS KONNEN WIR FUR SIE UNTERSUCHEN:

* Produkte fur Dialyse, Transfusion, Infusion, Injektion

INDUSTRIELLE
COMPUTERTOMOGRAPHIE

Daruber hinaus Ubernehmen wir die Qualifizierung und Re-Qualifizierung von Medizinprodukten.

SCHADENSANALYSE

DIE SUCHE NACH DER URSACHE

Etwas lauft nicht, wie es soll? Unsere Analysen helfen, den Schaden kunftig zu
vermeiden. Denn wir nehmen schadensauslésende Vorgange wie Verformung,
Rissbildung, Bruch, Korrosion und Verschlei3 nicht nur ganz genau unter die Lupe,

sondern untersuchen jeden Schaden ganzheitlich. Dabei untersuchen wir unter

anderem mit Hilfe der forensischen Werkstoffprifung nach VDI 3822 mechanische
und thermische Schaden, wasserstoffinduzierte Schaden, Korrosionsschaden und

VerschleiRschaden.

Die Ergebnisse helfen unseren Kunden dabei, die Werkstoffauswahl, die Konstruktion,
die Fertigung oder die Betriebsweise des Bauteils zu optimieren.

Dabei kombinieren wir verschiedene Analyseverfahren fir deutlich umfassendere
und weit aussagekraftigere Ergebnisse, als mit herkémmlichen Methoden.

SCHADENSUNTERSUCHUNG BEI QA:
* Makroskopische Begutachtung der schadhaften Stelle im Stereomikroskop

+ Rasterelektronenmikroskopie zur hochauflésenden Darstellung von
Oberflachenstrukturen (Topographie) und Materialunterschiede

* Erstellung eines Tiefenprofils von Anomalien mittels FIB-SEM-Analyse
+ Elementanalyse von Einschlissen (EDX-Analyse)
+ Lichtmikroskopische Gefligeuntersuchung im praparierten Schliff

* Funkenemissionsspektroskopie (OES) zur Werkstoffabstimmung
und Uberpriifung der Legierungszusammensetzung

+ Harteprufung zur Untersuchung der Warmebehandlung

TECHNISCHE
SAUBERKEIT

MATERIALOGRAPHIE

DIE GANZHEITLICHE UNTERSUCHUNG VON BRENNSTOFFZELLEN

QUALITATSMANAGEMENT BIS INS KLEINSTE DETAIL

Die QA ist ein erfahrener und fachkundi-
ger Partner fur die Analyse lhrer Brenn-
stoffzellen. Je nach Anforderung und
Aufgabenstellung prifen wir sowohl zer-
storungsfrei als auch zerstérend einzel-
ne Komponenten oder auch komplett CHEMISCHE H2
zusammengebaute Zellmodule. Dabei TECHNISCHE ANALYTIK

P . . SAUBERKEIT
schulen und qualifizieren wir zum Bei-
spiel gesamte Businessunits durch alle
Bereiche. Oder wir legen Bauteil-Anfor-
derungen, deren Validierung und Quali-
fizierung fest und integrieren alles in die
laufenden Prozesse.
Wir begleiten Sie bei der Produkt- und
Prozessentwicklung sensitiver Bauteile
bis zur Serienreife und dartber hinaus.

MATERIALOGRAPHIE
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Was untersuchen wir flr Sie?

+ ANALYSEMOGLICHKEITEN UND PARAMETER +

+ Metallographische Untersuchung und Schweinahtprufung von Brennstoffzellenmodulen und Stackkomponenten
(Bipolarplatten, End- und Medienmodule, Dichtungen)

» Aufbau und Beschaffenheit von Zellmembranen (GDL/MDL inkl. CCM-Folien)

+ Technische Sauberkeit aller Komponenten
Nach Standard-Normenwerken oder spezifischen Kundennormen

+ Analyse von chemisch-filmischen Verunreinigungen

QUALITAT IM 3D-DRUCK SICHERN UND NACHWEISEN

QUALITATSSICHERUNG IN DER ADDITIVEN FERTIGUNG

Das richtige Qualitatsmanagement von Anfang an: Quality Analysis bietet fir jeden Prozessschritt in der Additiven Branche
das passende Analyseverfahren. Immer bei uns inklusive: hochprazise Ergebnisse und eine normgerechte Auswertung.

MATERIALOGRAPHIE
INDUSTRIELLE
COMPUTERTOMOGRAPHIE

INDUSTRIELLE
MESSTECHNIK

——

WIR UNTERSUCHEN FUR SIE:

* Pulver- und Materialcharakteristik:
SchlieBen Sie Defekte im Herstellungsprozess von vorneherein aus!

+ Materialprifung:
Wie sieht das fertige Bauteil von innen aus? Wir entdecken mogliche Fehler im
Druckprozess wie Risse oder Poren frihzeitig.

+ Defekt- und Innenstrukturpriafung
Wir weisen Delamination, Poren und Versagungsmechanismen fur Sie nach.

* MaR3- und Oberflachenprifung
Analyse der Innen- und AuRengeometrien




gaEXPO - UNSER VIRTUELLER MESSESTAND

EINE MESSE RUND UM DIE UHR? IMMER GENAU DANN, WENN SIE EINE BRAUCHEN?

Und zwar méglichst ohne Anreise und Ubernachtung? Stellen Sie sich vor, wieviel Zeit und Nerven Sie dadurch sparen. Wir haben genau das fur Sie erstellt: Besuchen Sie den virtuellen
Messestand von Quality Analysis an 365 Tagen im Jahr, wann immer Sie méchten. So eine Onlinemesse hat zahlreiche Vorteile: Sie erleben unser gesamtes Spektrum der Qualitatssicherung
Ubersichtlich und klar strukturiert an einem Ort. Schnell und von Uberall aus erreichbar. Sie finden uns hier www.qa-expo.com

BESUCHEN SIE UNS AUF UNSEREM
VIRTUELLEN MESSESTAND
Www.(a-expo.com

DAS GANZE LEISTUNGSSPETRUM DER QUALITATSSICHERUNG

INDUSTRIELLE
COMPUTERTOMOGRAPHIE

Der zerstorungsfreie Blick ins Innere
Ilhres Bauteils: Analyse der inneren und
aulleren Beschaffenheit von Bauteilen mit
hochauflésenden CT-Anlagen in Leistungs-
klassenvon 10 - 450 kV und einer Auflésung
von 70 nm - je nach Material und Gro(3e.

Impressum: Herausgeber: Quality Analysis GmbH, GroRer Forst 1, D-72622 Nurtingen -
Verantwortlich fuir den Inhalt: Josef Faigle -
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IT SIE SEHEN, WAS WIR SEHEN.

Redaktion: Anni Holder -

MATERIALOGRAPHIE

Umfassende mikroskopische Untersu-
chung von Materialien zur Gefligeunter-
suchung, Schichtdickenmessung, Schadens-
analyse und Ursachenforschung sowie
Schweilnaht- und Harteprifung.

WWW.Ga-group.com
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INDUSTRIELLE MESSTECHNIK

Fir jede Aufgabe das perfekte Messver-
fahren: Hochprazise Messung von Werk-
sticken, Erstmustern und Serienbau-
teilen. Passend zu lhrer Messaufgabe
Uberprufen wir MaRhaltigkeit und Ober-
flachengute mit dem passenden Ver-
fahren oder kombinieren verschiedene
Methoden. Fur ein perfektes Mess- und
Analyseergebnis.
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TECHNISCHE SAUBERKEIT

Qualitatsvorsprung durch Technische
Sauberkeit: Erfassung und Analyse vor-
handener partikularer und filmischer
Verunreinigung an funktionsrelevanten
Bauteilen, Baugruppen, Systemen und
Fluiden. Fur Kleinstbauteile bis hin zu
grofRen Baugruppen bis 2.500 kg.

CHEMISCHE ANALYTIK

Quantitave und qualitative Analyse or-
ganischer und anorganischer Substan-
zen unter Einsatz von instrumenteller
und nass-chemischer Analyseverfahren:
Kunststoffanalytik, Wasseranalytik sowie
Analyse von partikularer und chemisch-
filmischer Verunreinigungen.

OPTISCHE MESSTECHNIK

Schnelle und bertihrungslose 3D-Digitali-
sierung und Messung aller zuganglichen
AulRengeometrien beliebig groRer Bau-
teile - in unseren akkreditierten Messrau-
men und direkt bei Ihnen vor Ort.
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